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＜メモ＞ 



 

2025第35回 RCJ信頼性シンポジウム 
 

（「EOS/ESD/EMCシンポジウム」、「電⼦デバイス・電⼦部品の信頼性シンポジウム」） 
 

⽇時︓ 2025年10⽉21⽇（⽕）〜10⽉22⽇（⽔）        開催場所︓⼤⽥区産業プラザ 
 
 

⽇時 10⽉21⽇（⽕） 10⽉22⽇（⽔） 

項⽬ 
EOS/ESD/EMC 

シンポジウム 
優秀論⽂等表彰式 

EOS/ESD/EMC 
シンポジウム 

電⼦デバイス・電⼦部品の信頼
性 

シンポジウム 
信頼性セミナー 

会場 ４階コンベンションホール 
Ａ会場 

４階コンベンションホール 
Ａ会場 3階特別会議室 

午前 

(10:00〜10:15) 
「開会挨拶」 

(10:15〜11:55) 
「静電気対策」  

(9:40〜10:55) 
「システムとイミュニティ（1）」 

（11:05〜11:55） 
「システムとイミュニティ（2）」 

（11:00〜11:30） 
「故障解析」  

 

昼 
（11:55〜12:10） 
優秀論⽂等表彰式 

（12:10〜13:00）休憩 

（11:55〜13:00） 
休憩 

（11:30〜13:00） 
休憩 

午後 前半 
（13:00〜14:15） 

「招待講演」 -1,-2 
（13:00〜15:15） 

「基板・モジュールの静電気対策」 
セミナー(1)(2)(3) 

（13:00〜17:15） 
「信頼性セミナー」 

 
-パワー半導体技術と信頼性、圧
電デバイスの基礎と信頼性、及び
リチウムイオン2次電池の品質・信

頼性- 
 

 

午後 後半 

（14:25〜15:10） 
「招待講演」 -3 

（15:20〜17:10） 
「デバイス、測定、ESD 検証」 

（15:30〜17:30） 
「基板・モジュールの静電気対策」 

セミナー(4)(5)(6) 

夜 

（17:20〜19:00） 
情報交換会 (軽⾷・ドリンク付き) 

4 階コンベンションホール  
ロビー（ホワイエ） 

  

展⽰会 

（10:00〜17:00） 
（４階コンベンションホールB会場） 
ESD関連装置の展⽰及びESD対策

技術ワークショップ 

（10:00〜17:00）（４階コンベンションホールB会場） 
ESD関連装置の展⽰及びESD対策技術ワークショップ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ご 挨 拶 
 

「EOS/ESD/EMCシンポジウム」、「電子デバイス・電子部品の信頼性シンポジウム」からなる

第35回RCJ信頼性シンポジウムを令和7年10月21日（火）～10月22日（水）に大田区産業プラザで

開催致します。 
 
電子デバイスの進展は目覚ましく、微細化・高機能化・高集積化・3次元化技術が急速に進展し

ています。さらに、省エネルギー対応として、従来のSiに代わり、SiC、GaN、Ga₂O₃などワイド

ギャップ半導体を用いた低損失パワー半導体デバイスの開発も進められています。特にSiCと

GaNパワー半導体は実用化が進み、すでに幅広く使用されていますが、未解決の信頼性課題も多

く残されており、その克服が急速な普及の鍵となります。 
 
一方、LSI技術の進歩に伴い、信頼性保証方法の見直しも進められています。高信頼性が求め

られる車載用半導体や先端LSI技術においては、設計段階での故障物理に基づく信頼性設計・検

証が重要です。さらに、故障物理に基づく信頼性保証の標準化も進みつつあります。 
 
また、半導体デバイスの高機能化・微細化に伴い、過電圧（EOS）や静電気放電（ESD）への

耐性は低下傾向にあります。こうしたESD耐性の低下を補完し、歩留まりや信頼性を向上させる

ためには、プリント基板実装工程における高度なESD管理技術が求められます。加えて、高速化

に伴うLSIからの電磁波対策や、外部から侵入するESD起因の電磁波による装置誤動作対策、いわ

ゆるEMI（電磁干渉）対策も重要となっています。部品単体にとどまらず、ボード・モジュール・

システムレベルでのESD/EMI対策が強く求められる状況です。 
 
こうした課題に対応し、高信頼性を実現するためには、信頼性技術・故障解析技術の高度化、

EOS/ESD/EMC現象の理解と対策の進化、そして部品側とシステム側の協調体制の確立が不可欠

です。 
 
このような状況を背景に、本シンポジウムは研究・技術発表と討論の場を提供し、技術発展に

寄与するとともに、IECやJISの新規格作成に資するテーマ発掘や資料蓄積を目的として、平成3年
度から開催してまいりました。幸いにして多くの方々のご協力を得て、回を重ねるごとに内容の

充実を図っております。 
 
さらに、本シンポジウムは1994年以来、米国EOS/ESDシンポジウムと優秀論文の相互交換を行

い、国際的な技術交流を推進してきました。今年度は、2023年米国EOS/ESDシンポジウムの優秀

論文招待に加え、海外からの招待講演も実現いたしました。 
 
今年のトピックスは、以下の通りです。 
 

1．海外招待講演 

（1）Pasi Tamminen（Danfoss Drives, Finland）（2023 USA EOS/ESD Symposium の Best Paper） 

「ダイ間 ESD 放電電流解析」 

複数のシリコンダイを 1 枚の基板に組み込んだチップレットの組立工程では、ダイ間の ESD 保護

が課題となります。本報告では、計算手法を用いたダイ間放電電流波形解析の結果を紹介します。 

 

（2）Wei-Min Wu（IMEC） 

「5G/6G 以降の無線システムに向けた GaN 技術における ESD」 



5G/6G 基地局向けに高耐圧・高出力密度・高周波性能を実現する GaN-on-Si ショットキー型 HEMT

および MIS-HEMT における ESD 信頼性に焦点を当て、デバイスレベルでの故障モードや回路レベル

での保護戦略を議論します。 

 

2．国内招待講演 

（1）山口 晋一（シシド静電気（株）） 

2024 RCJ EOS/ESD/EMC シンポジウム優秀論文 

「交流コロナ放電方式バー型イオナイザの誘導電圧抑制と除電能力向上の検討」 

 

本論文は、2024 年米国 EOS/ESD シンポジウムに RCJ 優秀論文として招待され、その発表内容を紹

介します。 

 

3．「基板・モジュールの静電気対策」セミナー 

RCJ が運営している基板・モジュール静電気対策検討委員会メンバーによるセミナーです。コンポ

ーネントレベルとは異なる基板・モジュールレベルの ESD 対策に焦点をあてたセミナーです。 

 

4．信頼性セミナー： 

テーマは、「パワー半導体技術と信頼性、圧電デバイスの基礎と信頼性、及びリチウムイオン 2 次

電池の品質・信頼性」です。 

 

本セミナーは、RCJ が運営する RCJ 故障物理委員会における調査活動の成果を中心に報告するもの

です。従来取り上げてきたパワー半導体技術と信頼性に加え、今回は新たに圧電デバイスの基礎と信

頼性、さらにリチウムイオン二次電池の品質・信頼性についても報告します。 

 

その他、「静電気対策」、「デバイス、測定、ESD 検証」、「システムとイミュニティ」、「故障解析」

に関する一般講演もあります。 

 
また、好評を頂いております「信頼性・ESD対策技術展示会」を、13社のご協力により、

EOS/ESD/EMC対策用資材、評価装置、故障解析サービスに特化した展示会を開催いたします。ま

た、展示各社の技術・製品紹介を中心とした「ESD対策技術ワークショップ」を開催いたします。

皆様の期待に応えるべく例年に比べより内容を充実させ各社準備を進めてきました。是非ご参加

いただき、ご質問、ご相談がありましたら遠慮なく出展社スタッフにお申しつけ下さい。 
 
以上のように、今年は参加者のお役に立つことを願い、多くの企画をいたしました。本シンポ

ジウムは参加者の討論への積極的参加により支えられておりますので、皆様のご協力をお願い致

します。 
 
最後に、企画や会場を始め種々ご尽力頂いた運営委員会、実行委員会、関連TC国内委員会なら

びに招待講演者、講師、発表者及び出展会社各位、さらに米国ESD協会、協賛諸団体の方々に心

からお礼申し上げます。 
 
令和7年10月 
 

RCJ信頼性シンポジウム運営委員会 
 委員長 木村 忠正 
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2025 第35回 RCJ信頼性シンポジウム発表論⽂集 
（EOS/ESD/EMCシンポジウム、電⼦デバイス・電⼦部品の信頼性シンポジウム） 

2025 35th RCJ Reliability Symposium 

⽬   次 
第35回 EOS/ESD/EMCシンポジウム 
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中 隆志1，島⽥ 陽平1，塩路 拓也1，尾前 宏2 
（阪和電⼦⼯業(株)1、⿅児島県⼯業技術センター2） ................................... 1 

（10:40~11:05） 35E-02 「純⽔⼆流体スプレー時のSiO2ウェハ表⾯電位と摩擦の関係性」  
  伊藤 康⽣1, 渡部 ⼀哲1, 森 ⻯雄1, ⼀野 祐亮1, ⽥岡 紀之1, 清家 善之1,2 

（愛知⼯業⼤学1、la quaLab合同会社2） ............................................... 7 
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第33回ＲＣＪ信頼性シンポジウム優秀論⽂賞等表彰式 （12:00~12:10） 
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＜優秀論⽂賞＞ 
「交流コロナ放電⽅式バー型イオナイザの誘導電圧抑制と除電能⼒向上の検討」 
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（14:30~15:15） セミナー3 「半導体チップレット集積とハイブリット接合での静電気放電の発⽣」  
鈴⽊ 輝夫（春⽇電機(株)） ................................................................. 122 

休憩（15:15~15:30） 



(iii) 

セッション名︓「基板・モジュールの静電気対策」セミナー – 後半 
                                司会︓徳永 英晃（パナソニックインダストリー(株)） 
（15:30~16:15） セミナー4 

 
「基板モジュールレベルの耐 ESD 設計⼿法と対策部品の効果」 

宇佐美 志郎（ヌヴォトン テクノロジージャパン(株)） 
河⻄ 基⽂（Semtech Japan 合同会社) .............................................. 129 

（16:15~17:00） セミナー5 「コンポーネントレベルESDとシステムレベルESD SEED協調設計へのアプローチ」 
星⽥ 輝彦 （ローム株式会社 LSI 開発本部） ....................................... 142 

休憩（17:00~17:10） 
セッション名︓ 「基板・モジュールの静電気対策」セミナー – まとめ 

司会︓ 福⽥ 保裕（RCJ基板・モジュール静電気対策委員会 委員⻑） 
（17:10~17:30） セミナー6 「まとめとQ&A」 講師全員 

 
 

第35回 電⼦デバイス・電⼦部品の信頼性シンポジウム 

開催⽇︓  2025年10⽉22⽇（⽔） 11︓00〜１7︓15 

会 場︓  3階特別会議室 
セッション名︓ 「故障解析、装置及びデバイスの信頼性」   司会︓ 塩野 登 （RCJ） 
（11:00~11:30） 35S-01 「ラマン分光法、⾚外分光法を⽤いた微⼩局所部の解析事例」  

⼋巻 潤⼦(a，⼩林 信彦(a，前⽥ 博(a，泉⽥ 康彦(a、内海 ⼀⾺(b，相⾺ 結花(c

（ルネサスエレクトロニクス（株）(a、（株）堀場製作所(b, （株）堀場テクノサービス(c)  
  .................................................................................................. 155 

 

信頼性セミナー 
「-パワー半導体技術と信頼性、圧電デバイスの基礎と信頼性、 

及びリチウムイオン2次電池の品質・信頼性-」 
 

開催⽇︓  2025年10⽉22⽇（⽔） １3︓００〜１７︓１５ 

会  場︓  3階特別会議室 
司会︓ 塩野 登 （RCJ） 

(13:00~13:15) 
「故障物理委員会活動状況」 

⽊村 忠正（故障物理委員会委員⻑ 電気通信⼤学） ...................................... 159 

(13:15~14:00) 
「パワー半導体 ワイドからウルトラワイドバンドギャップへ」 

⽊村 忠正（故障物理委員会委員⻑ 電気通信⼤学） ............................................ 160 

(14:00~14:45) 
「GaNパワーデバイスの技術と基本信頼性」 

塩野 登 （RCJ） ................................................................................... 175 
（14:45~15:00） 休憩 

司会︓ ⽊村 忠正（故障物理委員会委員⻑、電気通信⼤学） 

（15:00~15:45） 
「SiC MOSFETの信頼性試験国際規格動向（update）」 

瀬⼾屋 孝（RCJ） ................................................................................. 186 

（15:45~16:30） 
「圧電デバイスの基礎と信頼性」 

⾨⽥ 靖（内藤電誠⼯業（株）） ................................................................ 197 

（16:30~17:15） 
「リチウムイオン2次電池の品質、信頼性」 

和⽥ 哲明（品質技術実践研究所） ............................................................. 201 
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